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摘要: 将 ３００ μｍ × ３００ μｍ ＬＥＤ 芯片阵列化为间隔为 ２０ μｍ 的 ３ × ３ 个 ８０ μｍ × ８０ μｍ 的子单元ꎬ阵列化后ꎬ
总饱和光输出功率是未阵列化前的 ５. １９ 倍ꎬ最大注入电流提高近 ７ 倍ꎬ表明阵列可以注入更大的电流和输出

更高的饱和光功率ꎮ 此外ꎬ采用多颗阵列化后的 ＬＥＤ 芯片形成的芯片组照明ꎬ得知芯片组间距为最大平坦条
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１　 引　 　 言

ＬＥＤ 以其光电转换效率高、直流驱动电压

低、发光效率高、体积小、寿命长、耗能低、发热低

等特点已经被应用于很多领域ꎬ诸如汽车尾灯 /头
灯、普通照明、交通信号显示、微芯片检测器以及

显示屏的背光源等[１￣３]ꎮ 随着科技发展和社会进

步ꎬＬＥＤ 在已有应用领域的需求不断增长ꎬ而新

技术的应用使得 ＬＥＤ 有了更大的发展空间ꎮ 微

小型 ＬＥＤ 阵列作为一种结合了微机电系统

(ＭＥＭＳ)技术和 ＬＥＤ 制作工艺的新型器件ꎬ结合

了两者的优点ꎬ将 ＬＥＤ 的应用推向更宽广、更新

颖的领域ꎬ如自发光微显示器件[４]、用于固态照

明光源的电流交互式高压单芯片 ＬＥＤ[５]、可见光

通信以及光生物工程等[６￣７]ꎮ 与大面积 ＬＥＤ 相

比ꎬ微小型 ＬＥＤ 阵列具有优越的电学及光学性

能ꎬ能维持很高的电流密度( > １０ ｋＡ / ｃｍ２) [８]ꎬ 同

时由于张力的减小而增加了内部光效[９]ꎬ提高了

光输出效率[１０]ꎮ 基于微型 ＬＥＤ 阵列器件的优越

性能ꎬ其结构设计、热学、电学等方面的性能研究

也取得了一定的进展[１１￣１３]ꎮ 结构尺寸是微小型

ＬＥＤ 的主要特征ꎬ目前的研究结果表明ꎬ当输入

功率密度相等时ꎬ热效应的作用使 ＬＥＤ 的发光效

率随尺寸的减小而增加[１４￣１５]ꎮ 例如ꎬ在 １ ｍｍ２ 的

芯片上制作出 ４５２ 个微型 ＬＥＤ 阵列进行照明ꎬ在
相同的注入电流密度下ꎬＬＥＤ 阵列的相对光强远

大于相等面积上无阵列的单元强度ꎬＬＥＤ 阵列的

光功率密度达到非阵列芯片的 ３ 倍[１６]ꎮ 同时ꎬ光
照度的均匀性依赖于多 ＬＥＤ 芯片照明时芯片的

数量、芯片阵列到目标的距离以及被照明的区域

面积等[１７]ꎮ 通过改变相邻 ＬＥＤ 芯片之间的空间

距离ꎬ可得到不同的照度分布形式ꎮ
本文主要研究将大尺寸 ＬＥＤ 芯片阵列化后

的光强变化以及阵列化尺寸对子单元电流密度分

布的影响ꎮ 此外ꎬ对采用阵列化后的多颗 ＬＥＤ 芯

片进行排布时ꎬ芯片数与芯片间距不同对接收面

照度的影响进行了分析研究ꎬ结果表明:将大尺寸

ＬＥＤ 芯片阵列化后可提高发光强度及照度ꎬ且阵

列化后的子单元尺寸越小ꎬ电流密度分布越均匀ꎻ
多颗 ＬＥＤ 芯片排布时ꎬ芯片间距越小ꎬ接收面中

心照度越高ꎻ芯片数越多ꎬ接收面上均匀照度分布

面积越大ꎮ

２　 芯片尺寸对电流密度的影响

ＬＥＤ 芯片尺寸与电极结构对芯片的电学性

能有着重要的影响ꎮ 芯片尺寸对芯片电学性能的

影响主要表现在对子芯片内部电流密度的影响ꎬ
而对电流密度的影响则体现在对芯片电流扩展长
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图 １　 不同尺寸芯片的电流密度分布对比ꎮ (ａ) Ｌ ＝ ２０ μｍꎻ(ｂ) Ｌ ＝ ５０ μｍꎻ(ｃ) Ｌ ＝ １００ μｍꎻ(ｄ) Ｌ ＝ １５０ μｍꎮ
Ｆｉｇ. １　 Ｃｕｒｒｅｎｔ ｄｅｎｓｉｔｙ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｃｏｎｔｒａｓｔ ｆｏｒ ｔｈｅ ｃｈｉｐｓ ｗｉｔｈ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｐｉｘｅｌ ｓｉｚｅｓ. (ａ) Ｌ ＝ ２０ μｍ. (ｂ) Ｌ ＝ ５０ μｍ. (ｃ) Ｌ ＝

１００ μｍ. (ｄ) Ｌ ＝ １５０ μｍ.
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度的影响ꎮ 按照 Ｇｕｏ 等[１８￣１９] 的理论ꎬ电流扩展长

度 ＬＳ 为电流密度减小到边缘电流密度的 １ / ｅ 时

的电流密度:

ＬＳ ＝ (ρｃ ＋ ρｐ ｔｐ) ｔｎ / ρｎ)ꎬ (１)
式中ꎬρｐ、ρｎ 分别为 ｐ 型和 ｎ 型层的电阻率ꎬｔｐ、ｔｎ
分别为 ｐ 型和 ｎ 型层的厚度ꎬρｃ 代表 ｐ 型接触电

阻率ꎮ 当垂直电阻 Ｒｕ 总值上的压降远远大于

ｋＴ / ｅꎬ即 ＩＲｖ ＝ Ｊ(ρｃ ＋ ρｐ ｔｐ)≫ｋＴ / ｅ 时(ｋ 为波尔兹

曼常数ꎬＴ 为温度ꎬｅ 为电子电荷)ꎬ一维电流密度

分布可表示为:

Ｊ(ｘ) ＝ Ｊ０ｅｘｐ － ｘ
ＬＳ

( )ꎬ (２)

式中ꎬＪ０ 为芯片中电极覆盖部分的电流注入密

度ꎮ 电极覆盖位置一般设置在芯片中心ꎬ从芯片

中心至芯片两边的电流呈轴对称分布ꎬ因此只需

分析一边的电流分布即可ꎮ 对 ＬＥＤ 芯片右半部

分进行分析ꎬ其发光面积(ＬＷ)按照沿单元长度 Ｌ
与单元宽度 Ｗ 进行分割ꎬ则 Ｌ 方向上的电流密

度[２０]可表示为:

Ｊ(Ｌ) ＝ Ｊ０
Ｌ
ＬＳ

( )
－１

１ － ｅｘｐ － Ｌ
ＬＳ

( )[ ]ꎬ (３)

对 ４ 种不同 Ｌ 下的电流密度分布进行计算分析ꎬ
结果如图 １ 所示ꎮ

从图 １ 的计算结果可看出ꎬＬ 越大ꎬ电流拥挤

现象越明显ꎬ电极附近的电流密度越大ꎮ 在远离

电极的部分ꎬ电流密度下降ꎬ电流扩展不均匀ꎬ导
致芯片发光不均匀ꎬ局部会出现过热ꎬ发光效率下

降ꎮ 且随着芯片尺寸的增大ꎬ电流分布的不均匀

性更加明显ꎮ 为获得均匀的电流密度分布ꎬ将
ＬＥＤ 芯片阵列化时ꎬ子单元尺寸设计需遵循

Ｌ / ＬＳ≤１的原则ꎬ同时结合工艺条件及应用需求等

因素综合考虑ꎮ

３　 ＬＥＤ 芯片的阵列化效应

通常为提高 ＬＥＤ 光源的发光亮度需增加注

入电流ꎬ由此造成 ＬＥＤ 结温会随之升高ꎬ芯片中

电流拥挤效应增强ꎬ限制了饱和光功率的输出ꎬ容
易导致芯片局部效率降低甚至损坏ꎬ从而降低

ＬＥＤ 的寿命[２１]ꎮ 为了克服或降低电流拥挤现象

对芯片的影响ꎬ将 ＬＥＤ 芯片阵列化为许多微小子

芯片ꎬ可以降低大注入电流下的 ＬＥＤ 结温升高及

电流拥挤效应ꎮ 根据上述分析ꎬ结合实际工艺ꎬ我
们以 ３００ μｍ ×３００ μｍ 的 ＬＥＤ 单元为例进行分析

研究ꎮ 将 ３００ μｍ ×３００ μｍ 的 ＬＥＤ 芯片阵列化为

９ 颗 ８０ μｍ ×８０ μｍ 的子芯片ꎬ间隔为 ３０ μｍꎬ其
阵列化前后的结构如图 ２ 所示ꎮ

电极
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图 ２　 ３００ μｍ × ３００ μｍ 的 ＬＥＤ 芯片(ａ)和阵列化为 ９ 颗

８０ μｍ × ８０ μｍ 的子芯片(ｂ)的示意图

Ｆｉｇ. ２　 Ｓｃｈｅｍｅｔｉｃ ｄｉａｇｒａｍ ｏｆ ＬＥＤ ｃｈｉｐ ｗｉｔｈ ３００ μｍ × ３００
μｍ ａｒｅａ (ａ) ａｎｄ ｎｉｎｅ ８０ μｍ × ８０ μｍ ｓｍａｌｌ ｃｈｉｐｓ
(ｂ)

于芯片中央设置条形电极ꎬ如图 ２ 所示ꎮ 阵

列化后ꎬ结构采用矩阵寻址(串并联结构ꎬ即列串

行并的驱动方式)的方式驱动ꎮ 为分析方便及控

制变量ꎬ电极结构保持一致ꎬ电极覆盖单元面积的

比例相等ꎮ 设置阵列单元电极覆盖面积为 ８０ μｍ ×
１５ μｍꎮ 由于电极覆盖单元面积比例相等ꎬ则 ３００
μｍ × ３００ μｍ 芯片的电极覆盖面积为 ３００ μｍ ×
５６. ２５ μｍꎬ其正向有效出光面积为 ７３ １２５ μｍ２ꎻ
而 ８０ μｍ ×８０ μｍ 子芯片在该面积内正向出光面

积为 ５ ２００ μｍ２ꎬ９ 个子芯片阵列正向总发光面积

为 ４６ ８００ μｍ２ꎬ为 ３００ μｍ × ３００ μｍ 芯片正向发

光面积的 ６４％ ꎮ 但 ９ 个子芯片阵列之间存在空

白间隙ꎬ因此还包括侧向出光面ꎬ增加了有效光输

出面积ꎬ提高了光线逃逸芯片的几率ꎮ 分别对

３００ μｍ × ３００ μｍ、８０ μｍ × ８０ μｍ 及 ２０ μｍ × ２０
μｍ 大小的芯片光输出功率随注入电流大小的变



１４０２　 发　 　 光　 　 学　 　 报 第 ３７ 卷

化进行了测试ꎬ测试结果如图 ３ 所示ꎮ
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图 ３ 　 不同尺寸 ＬＥＤ 的光输出功率随注入电流的变化

曲线

Ｆｉｇ. ３　 Ｏｕｔｐｕｔ ｐｏｗｅｒ ｖｅｒｓｕｓ ｉｎｊｅｃｔ ｃｕｒｒｅｎｔ ｏｆ ＬＥＤ ｗｉｔｈ ｄｉｆｆｅｒ￣
ｅｎｔ ｃｈｉｐ ｓｉｚｅｓ

从图 ３ 测试结果可知ꎬ３００ μｍ × ３００ μｍ 的

ＬＥＤ 芯片的饱和光输出功率约为 ２. ６ ｍＷꎬ ８０
μｍ × ８０ μｍ 芯片的饱和光输出功率约为 １. ５
ｍＷꎮ ９ 个阵列芯片总的光输出饱和功率之和为

１３. ５ ｍＷꎮ 从结果看ꎬ饱和输出功率是未阵列化

芯片输出功率的 ５. １９ 倍ꎮ ８０ ｍＡ 之后ꎬ３００ μｍ ×
３００ μｍ 芯片的光输出功率达到饱和ꎬ之后随输入

电流的增加而衰减ꎮ 阵列单元在 ６０ ｍＡ 达到饱

和输出ꎬ然后随输入电流的增加开始衰减ꎬ饱和情

况下总电流达 ５４０ ｍＡꎬ是 ８０ ｍＡ 的近 ７ 倍ꎮ 该结

果表明ꎬＬＥＤ 芯片阵列化后可以注入更大的电流

和输出更大的饱和光功率ꎮ 单芯片(３００ μｍ ×
３００ μｍ)ＬＥＤ 的输出光功率会在饱和之后随注入

电流的增加而大幅下降ꎬ甚至烧毁芯片ꎮ 所以

ＬＥＤ 阵列在较大输入电流情况下的优势更大ꎮ
其原因是阵列化后ꎬ单元芯片的出光效率有所提

高ꎬ电流拥挤效应明显减弱ꎬ稳定性增强ꎬ能承受

较大的饱和输入电流ꎮ
对 ３００ μｍ × ３００ μｍ 芯片和其阵列化为 ９

个 ８０ μｍ × ８０ μｍ 子芯片后在饱和光输出功率

下的光照度进行了分析和模拟计算ꎬ结果如图 ４
所示ꎮ

从版图 ４ 得知ꎬ在饱和光输出功率下ꎬ将 ３００
μｍ ×３００ μｍ 的芯片划分为 ９ 个 ８０ μｍ × ８０ μｍ
的子芯片后ꎬ接收面上的光照度提高了近 ５ 倍ꎬ和
前述分析相吻合ꎮ 多个子芯片在接收面上的光照

度相互叠加ꎬ从而导致接收面上的光照度大小及

分布发生了变化ꎮ 因此ꎬ将大尺寸 ＬＥＤ 芯片阵列

化后可以增大输入电流ꎬ提高光输出效率和输出

功率ꎬ用于照明可提高光源的照度ꎮ
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图 ４　 (ａ)３００ μｍ × ３００ μｍ 发光芯片在接收面上的照度

分布ꎻ(ｂ) ９ 个间距为 ３０ μｍ、大小为 ８０ μｍ × ８０
μｍ 的子单元在接收面上的光照度分布ꎮ

Ｆｉｇ. ４　 (ａ) Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｏｎ ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｏｆ ３００ μｍ ×
３００ μｍ ＬＥＤ ｃｅｌｌ. ( ｂ) Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｏｎ
ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｏｆ ｎｉｎｅ ｓｉｎｇｌｅ ｐｉｘｅｌ ｗｉｔｈ ｓｉｚｅ ｏｆ ８０ μｍ × ８０
μｍ ａｎｄ ｂｏｒｄｅｒ ｐｉｔｃｈ ｏｆ ２０ μｍ.

４　 ＬＥＤ 芯片模组中芯片间距及芯片

数对光照度的影响

　 　 将阵列化后的多颗 ＬＥＤ 芯片排布形成芯片

模组用于照明ꎬ可提高照度的均匀性[２２]ꎮ 当采用

多颗 ＬＥＤ 芯片组成的芯片模组用于照明时ꎬ照度

的均匀性依赖于 ＬＥＤ 芯片的数量、间距、芯片组

到接收面的距离、接收面的尺寸以及 ＬＥＤ 芯片的

光束辐射形状等[２３]ꎮ 通过调整芯片组中 ＬＥＤ 芯

片的空间布局ꎬ可以获得不同的照度分布形式ꎮ
多个 ＬＥＤ 芯片阵列化为子芯片后ꎬ以间距 ｄ 排布

照明的基本结构如图 ５ 所示ꎮ
通常用照度均匀性来评价被投影面积上的光

照度分布ꎮ 接收面上的照度变化率可用下式

表示:

ΔＥ ＝
Ｅｍａｘ － Ｅｍｉｎ

Ｅｍａｘ
ꎬ (４)

式中ꎬＥｍａｘ和 Ｅｍｉｎ分别代表接收面上照度的最大值

与最小值ꎬ单位为 Ｗ/ ｍ２ꎮ
单个 ＬＥＤ 发光芯片发出的光束呈 Ｌａｍｂｅｒｔｉａｎ



　 第 １１ 期 包兴臻ꎬ 等: 像素分割对 ＬＥＤ 电流密度及光照度分布的影响 １４０３　

n

d

d

yz

x d

m

图 ５　 ｍ × ｎ 个 ＬＥＤ 芯片阵列化后以间距 ｄ 排布的照明示

意图

Ｆｉｇ. ５　 Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ ｄｉａｇｒａｍ ｏｆ ｍ × ｎ ＬＥＤ ｃｈｉｐｓ ａｒｒａｎｇｅｄ ｗｉｔｈ
ｔｈｅ ｄｉｓｔａｎｃｅ ｏｆ ｄ

分布[２４]ꎬ其照度分布满足:
Ｅ( ｒꎬθ) ＝ Ｅ０( ｒ)ｃｏｓｍθꎬ (５)

式中ꎬθ 表示视角ꎬＥ０ ( ｒ)是距离 ｒ 处沿光轴方向

的光照度ꎬｍ 是常数ꎮ 当 ｍ ＝ １ 时ꎬ光源是理想的

Ｌａｍｂｅｒｔｉａｎ 辐射体ꎮ 实际中ꎬｍ > １ꎬ ｍ 可表示为:

ｍ ＝ － ｌｎ２
ｌｎ(ｃｏｓθ１ / ２)

ꎬ (６)

θ１ / ２表示当光照度为 ０°视角光照度的 １ / ２ 时的视

角ꎮ 设接收面为一个平面ꎬ单个 ＬＥＤ 芯片位于坐

标(ＸꎬＹꎬ０)ꎬ则接收面上任一点 Ｐ(ｘꎬｙꎬｚ)处的光

照度可表示为:

Ｅ(ｘꎬｙꎬｚ) ＝
ｚｍＩＬＥＤ

[(ｘ － Ｘ) ２ ＋ (ｙ － Ｙ) ２ ＋ ｚ２]
ｍ＋２
２
ꎬ

(７)
式中ꎬＩＬＥＤ ＝ ＬＬＥＤＡＬＥＤꎬ表示 ＬＥＤ 芯片的发光强度ꎬ
单位为 Ｗ/ ｓｒꎻＬＬＥＤ表示 ＬＥＤ 的辐亮度ꎬ单位为 Ｗ/
(ｍ２ｓｒ)ꎻＡＬＥＤ表示 ＬＥＤ 的发光面积ꎮ

当只有两个 ＬＥＤ 芯片照明时ꎬ接收面上的照

度可表示为两个 ＬＥＤ 芯片照度的叠加:

Ｅ(ｘꎬｙꎬｚ) ＝ ｚｍＩＬＥＤ { [ ｘ － ｄ
２( )

２
＋ ｙ２ ＋ ｚ２ ]

－(ｍ＋２)
２

＋

[ ｘ ＋ ｄ
２( )

２
＋ ｙ２ ＋ ｚ２ ]

－(ｍ＋２)
２ } ꎬ (８)

式中ꎬｄ 表示相邻两个 ＬＥＤ 芯片之间的间距ꎮ 采

用斯派洛法则ꎬ在 ｘ ＝ ０ꎬｙ ＝ ０ 时ꎬ令∂２Ｅ / ∂ｘ２ ＝ ０ꎬ
得到 ｄ 的最大平坦条件:

ｄｍａｘ ＝ ４
ｍ ＋ ３ ｚꎬ (９)

从上式可知ꎬｄｍａｘ与 ｍ 和 ｚ(ＬＥＤ 芯片与接收面之

间的距离)密切相关ꎮ
如果 ＬＥＤ 芯片组是由 Ｎ × Ｍ 个发光芯片组

成的方阵ꎬ则当 Ｎ、Ｍ 为奇数时ꎬ接收面上 Ｐ(ｘꎬｙꎬ
ｚ)处的光照度[２５]可表示为:

Ｅ(ｘꎬｙꎬｚ) ＝ ｚｍＡＬＥＤＬＬＥＤ ×


Ｎ－１
２

ｉ ＝ －(Ｎ－１)
２


Ｍ－１
２

ｊ ＝ －(Ｍ－１)
２

[(ｘ － ｉｄ) ２ ＋ (ｙ － ｊｄ) ２ ＋ ｚ２] －ｍ＋２
２ ꎬ

(１０)
Ｎ、Ｍ 为偶数时ꎬ接收面 Ｐ(ｘꎬｙꎬｚ)处的光照度可表

示为:
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图 ６　 ｄ ＝ ｄｍａｘ时ꎬ３ × ３(ａ)、７ × ７(ｂ)、１３ × １３(ｃ)和 ２５ × ２５
(ｄ)阵列的三维光照度分布图ꎮ

Ｆｉｇ. ６　 Ｔｈｒｅｅ￣ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ３ × ３ (ａ)ꎬ
７ × ７(ｂ)ꎬ １３ × １３(ｃ)ꎬ ２５ × ２５(ｄ) ＬＥＤ ａｒｒａｙｓ ｗｉｔｈ
ｄ ＝ ｄｍａｘ .
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Ｅ(ｘꎬｙꎬｚ) ＝ ｚｍＡＬＥＤＬＬＥＤ × 
Ｎ
２

ｉ ＝ －(Ｎ－２)
２


Ｍ
２

ｊ ＝ －(Ｍ－２)
２

×

{ ｘ － (２ｉ － １) ｄ
２[ ]

２
＋ ｙ － (２ｊ － １) ｄ

２[ ]
２
＋ ｚ２ }

－ｍ＋２
２
.

(１１)
　 　 基于以上理论及应用需求ꎬ我们研究了芯片

间距及芯片数对接收面光照度的影响ꎮ 设定 ｚ ＝
１０ ｍｍꎬθ１ / ２ ＝ １２°ꎬ计算得 ｍ ＝ ３２ꎬｄｍａｘ ＝ ３. ３８ ｍｍꎮ
图 ６ 为 ３ × ３、７ × ７、１３ × １３、２５ × ２５ 单元组的三维

光照度分布ꎮ
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图 ７　 ｄ > ｄｍａｘ时ꎬ３ × ３(ａ)、７ × ７(ｂ)、１３ × １３(ｃ)和 ２５ × ２５
(ｄ)阵列的三维光照度分布图ꎮ

Ｆｉｇ. ７　 Ｔｈｒｅｅ￣ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ３ × ３ (ａ)ꎬ
７ × ７(ｂ)ꎬ １３ × １３(ｃ)ꎬ ２５ × ２５(ｄ) ＬＥＤ ａｒｒａｙｓ ｗｉｔｈ
ｄ > ｄｍａｘ .

每个 ＬＥＤ 芯片的光照度分布相当于一个

Ｇａｕｓｓ 分布ꎬ接收面上的光照度分布是每个 ＬＥＤ
芯片照度分布的叠加ꎮ 从图 ６ 可知ꎬ当 ｄ ＝ ｄｍａｘ

时ꎬ随着芯片数的增加ꎬ接收面上均匀光照的面

积增大ꎮ 但当 ｄ > ｄｍａｘ时ꎬ接收面上的光照度分

布发生改变ꎬ其对应的模拟分析结果如图 ７
所示ꎮ

从图 ７ 得知ꎬ当 ｄ > ｄｍａｘ时ꎬＬＥＤ 芯片组在接

收面上的光照度分布接近于单个 ＬＥＤ 芯片的独

立分布ꎬＬＥＤ 芯片之间几乎互不影响ꎬ且接收面

上光照度均匀性降低ꎮ 图 ８ 与图 ９ 分别展示了

２５ × ２５ 阵列在 ｄ ＝ ｄｍａｘ和 ｄ > ｄｍａｘ下的一维光照度

分布对比与接收面上的光照度分布ꎮ
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图 ８　 ｄ ＝ ｄｍａｘ(ａ)与 ｄ > ｄｍａｘ(ｂ)时ꎬ２５ × ２５ 阵列的一维光

照度分布ꎮ
Ｆｉｇ. ８ 　 Ｏｎｅ￣ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ＬＥＤ ａｒｒａｙ

ｗｉｔｈ ２５ × ２５ ｃｅｌｌｓ ｆｏｒ ｄ ＝ ｄｍａｘ(ａ) ａｎｄ ｄ > ｄｍａｘ(ｂ)

从图 ８ 与图 ９ 的模拟计算结果亦可得知ꎬｄ >
ｄｍａｘ时ꎬ接收面上的光照度大小及照度均匀性均

下降ꎬ阵列中每个发光芯片在接收面上的光照度

几乎独立ꎬ互不影响ꎮ 而 ｄ ＝ ｄｍａｘ时ꎬ接收面上照

度分布均匀ꎬ每个发光芯片在接收面上的光照度

互相叠加ꎬ形成均匀的照明面积ꎮ 对 ｄ < ｄｍａｘ时的

２５ × ２５ 阵列的光照度进行模拟计算ꎬ取 ｄ ＝ ２. ５ꎬ
得到的照度分布如图 １０ 所示ꎮ

从图 ９ 与图 １０ 的对比得知ꎬ当 ｄ < ｄｍａｘ时ꎬ接
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图 ９　 ｄ ＝ ｄｍａｘ(ａ)与 ｄ > ｄｍａｘ(ｂ)时ꎬ２５ × ２５ 阵列在接收面

上的光照度分布ꎮ
Ｆｉｇ. ９　 Ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｎ ｔａｒｇｅｔ ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｏｆ ＬＥＤ ａｒｒａｙ

ｗｉｔｈ ２５ × ２５ ｃｅｌｌｓ ｆｏｒ ｄ ＝ ｄｍａｘ(ａ) ａｎｄ ｄ > ｄｍａｘ(ｂ)
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图 １０ 　 ｄ < ｄｍａｘ 时ꎬ２５ × ２５ 阵列在接收面上的光照度

分布ꎮ
Ｆｉｇ. １０ 　 Ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｎ ｔａｒｇｅｔ ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｆｏｒ ＬＥＤｓ

ａｒｒａｙｓ ｗｉｔｈ ２５ × ２５ ｃｅｌｌｓ ＬＥＤ ａｒｒａｙ ｗｉｔｈ ２５ × ２５
ｃｅｌｌｓ ｆｏｒ ｄ < ｄｍａｘ

收面上均匀光照的面积变小ꎬ浪费了光源的照

明空间ꎬ降低了照度的利用率ꎮ 因此ꎬ为提高接

收面上的光照度均匀性及增大照明面积ꎬ将 ＬＥＤ
芯片阵列化后进行排列时应尽量遵循 ｄ ＝ ｄｍａｘ的

原则ꎮ
为对比阵列化前后的照度分布ꎬ我们以 ３００

μｍ × ３００ μｍ 面积的芯片作为一个模块ꎬ对比了

两种结构的照明分布:(ａ) ９ 个模块以 ｄｍａｘ ＝ ３. ３８
排布照明ꎻ(ｂ)９ 个 ８０ μｍ × ８０ μｍ 芯片组成一个

模块ꎬ９ 个模块再以 ｄｍａｘ ＝ ３. ３８ 排布照明ꎮ 其结

构如图 １１ 所示ꎮ
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图 １１　 (ａ) ９ 个 ３００ μｍ × ３００ μｍ 芯片以 ｄｍａｘ排布照明时

的结构分布图ꎻ(ｂ) 每 ９ 个 ８０ μｍ × ８０ μｍ 子芯片

组成一个模块 (每个模块面积为 ３００ μｍ × ３００
μｍ)后ꎬ９ 个模块以 ｄｍａｘ ＝ ３. ３８ 排布照明时的结构

分布图ꎮ
Ｆｉｇ. １１　 Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｄｉｓｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｃｈａｒｔ ｏｆ ｎｉｎｅ ３００ μｍ × ３００

μｍ ｃｈｉｐｓ ｒａｎｋｅｄ ｗｉｔｈ ｄｍａｘ ( ａ) ａｎｄ ｎｉｎｅ ｍｏｄｕｌｅｓ
ｆｏｒｍｅｄ ｂｙ ８０ μｍ × ８０ μｍ ＬＥＤ ｃｈｉｐｓ (ｅａｃｈ ｍｏｄｕｌｅ
ａｒｅａ ｏｆ ３００ μｍ × ３００ μｍ) ｒａｎｋｅｄ ｗｉｔｈ ｄｍａｘ ｆｏｒ ｉｌｌｕ￣
ｍｉｎａｔｉｏｎ (ｂ)

３００ μｍ ×３００ μｍ 芯片的发光面积为 ９０ ０００
μｍ２ꎬ而该面积上阵列化后的 ９ 个 ８０ μｍ × ８０ μｍ
子单元组成模块的发光面积为 ５７ ６００ μｍ２ꎮ 根据

图 ２ 的结果可知ꎬ９ 个 ８０ μｍ ×８０ μｍ 子单元组成

的模块组的光功率为 ３００ μｍ × ３００ μｍ 的 ５ 倍ꎮ
根据公式(１１)ꎬ我们对图 １１ 所示两种结构的光

照度进行了计算ꎬ得到接收面上的一维光照度分

布如图 １２ 所示ꎮ
从图 １２ 可知ꎬ３００ μｍ × ３００ μｍ 芯片阵列化

前后在接收面上的照度均匀性几乎一致ꎬ但阵列

化后的照度是阵列化前的 ３ 倍多ꎮ 这是由于照度

均匀性取决于多芯片或多模块照明时ꎬ芯片或模

块的间距 ｄ 的大小ꎬ而照度的大小则取决于芯片

或模块的光强大小ꎮ 因此ꎬ阵列化排布照明可提

高接收面上的照度ꎮ
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图 １２　 (ａ) 图 １１ 结构(ａ)在接收面上的一维光照度分布ꎻ(ｂ) 图 １１ 结构(ｂ)在接收面上的一维光照度分布ꎮ
Ｆｉｇ. １２　 (ａ) Ｏｎｅ￣ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ＬＥＤ ａｒｒａｙ ｓｈｏｗｎ ｉｎ Ｆｉｇ. １１ (ａ). (ｂ) Ｏｎｅ￣ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕ￣

ｔｉｏｎ ｏｆ ＬＥＤ ａｒｒａｙ ｓｈｏｗｎ ｉｎ Ｆｉｇ. １１ (ｂ).

５　 结　 　 论

ＬＥＤ 芯片阵列化后用于照明有助于提高光

源的发光强度及接收面上的照度均匀性ꎮ 阵列化

后ꎬ子发光单元尺寸越小ꎬ电流密度分布越均匀ꎮ
为得到均匀的电流密度分布ꎬ阵列化时ꎬ子发光单

元尺寸的设计需尽量遵循 Ｌ≤ＬＳ 的原则ꎬ子单元

间距的设计需结合工艺难度、应用需求及散热等

问题综合考虑ꎮ 在最大平坦条件下ꎬ即 ｄ ＝ ｄｍａｘ

时ꎬ接收面上的光照度分布达到最佳ꎮ 且在最大

平坦条件时ꎬ随着 ＬＥＤ 芯片数的增多ꎬ均匀光照

的面积增大ꎮ 通过设计芯片阵列化后的子单元尺

寸大小、多个阵列化芯片重组排列照明时的芯片

间距等可以使阵列芯片照明效果达到最优化ꎮ 本

研究对 ＬＥＤ 微阵列芯片用于照明时的设计及制

作有一定的指导作用ꎮ
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